
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place à la main de la 
carte adapt sur le plateau.  

Interconnexion.  

Blocage  avec les grenouilles, 
retrait des outillage de 

positionnement.  

Ajustement de la position des 
2 cartes avec les outillages 

"position"(gren. relachachées)  

Avec le manipulateur, mise en 
place de l'ASU sur le plateau. 

Mise en place ASU sur plateau 
de prise, avec le 
manipulateur. 

Blocage  avec les grenouilles.  

METHODE GUIRLANDE 

Chauffage  

Soulever la guirlande, 
glisser le carbone /HT 

/colle préparé, 
reposer. 

Test fonctionnel avec HT. 

Test rapide interconnexion. 

Soulever la guirlande, 
déplacer vers un 

autre plateau avec le 
carbone /HT /colle 
préparé, reposer. 

X 8  

Déplacement 
de l'ASU, 

pendant ou 
lors d'un 

changement 
de poste 
éventuel. 

Wafers 
exposés, en 
"hauteur" 

déplacement 
du slab 

Wafers 
exposés, en 
"hauteur" 

Wafers 
exposés, en 
"hauteur" 

Déplacement du 
slab par rapport au 

carbone/HT 

Non démontable 

déplacement du 
slab 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wafer 
exposés, en 
"hauteur" 

Wafer 
exposés, en 
"hauteur" 

Non démontable 

déplacement 
du slab ou ASU 

Test rapide interconnexion . 

Test fonctionnel avec HT. 

Mise en place du carbone / HT 
sur le plateau. 

Ajustement de la position des 
2 cartes avec les outillages 

"position"(gren. relachachées)  

Avec le manipulateur, mise en 
place de l'ASU sur le plateau. 

Mise en place ASU sur plateau 
de prise, avec le 
manipulateur. 

Blocage  avec les grenouilles.  

Mise en place à la main de la 
carte adapt sur le plateau.  

Mise en place des colles. 
Début du chrono: 1h. 

METHODE SOLIDE 

Chauffage  
Fin du chrono: 1h. 

X 8  

Interconnexion. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wafers 
exposés, en 
"hauteur" 

Wafers 
exposés, en 
"hauteur" 

déplacement 
du slab ou ASU 

Non démontable 

Test rapide interconnexion. 

Test fonctionnel avec HT. 

Mise en place du carbone / HT 
sur le plateau. 

Ajustement de la position des 
2 cartes avec les outillages 

"position"(gren. relachachées)  

Avec le manipulateur, mise en 
place de l'ASU sur le plateau. 

Mise en place ASU sur plateau 
de prise, avec le 
manipulateur. 

Blocage avec les grenouilles.  

Mise en place à la main de la 
carte adapt sur le plateau.  

Mise en place de la colle pour 
1 ASU (+ carte adapt) 

METHODE SEMI SOLIDE 

Interconnexion. 

Chauffage  

Mise en place de la colle pour 
1 ASU 

X 8  



 

 

Méthode Guirlande Méthode solide Méthode semi solide 

Avantages inconvénients Anvantages inconvénients Avantages inconvénients 

Possibilités 

d’échanger 

n’importe quel 

ASU en cours 

de montage 

Manutention 

du slab entier 

(exposition 

des wafers) 

lors du collage 

Minimum 

d’exposition 

des wafers 

Aucune 

possibilité de  

changement 

d’ASU, même 

avant 

l’interconnexion 

Minimum 

d’exposition 

des wafers 

Pas de 

changement 

de(des) l’ASU 

précédent(s) 

déjà collé(s) 

Adaptabilité 

de la longueur 

des slab 

Nécessité d’un 

outillage pour 

toute 

manipulation 

(avant collage) 

Manipulable à 

la main (après 

collage avant 

interconnexion) 

Délai d’une 

heure max pour 

poser et 

positionner 

tous les ASU 

Changement 

de l’ASU en 

cours de 

collage, délai 

une heure 

Possibilité de 

manipuler à la 

main en cours 

de montage 

 

 

 


